Ausstattung der AVT am HSG-IMIT

Halbautomatischer Die-Bonder und SMD-Bestiicker
Diebonden ab Wafer

Diebonden ab Chip-Magazin

Bestlicken mit saimtlichen SMT& Hybrid-Bauteilen
Dosieren von Klebstoffen und Lotpasten

Stempeln von Klebstoffen

Halbautomatischer Wedge-Wedge Drahtbonder
Aluminiumdraht

Golddraht

Halbautomatischer Ball-Wedge Drahtbonder
Golddraht

Halbautomatischer Pulltester
Halbautomatischer Fine-Placer

Flip Chip Technik

Feinpositionierung von Chips und SMD

Reflowlotofen

Niederdruck-Plasmagerat
Oberflachenmodikfikation von Bauteilen

Blitzlampengepulster Nd-YAG-Laser
Schweilken, Schneiden, Bohren von Metallen

Frequenzverdoppelter Nd-YAG-Laser
Mikrobearbeitung von Silizium

Diodenlaser
Lotapplikationen

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. H. Ashauer Dr. M. Alavi
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